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(57) Abstract: The invention relates to a 
method for the direct molecular adhesion of 
an electronic component (6) to a polymer 
(4). According to the invention, the polymer 
(4) is covered with a bonding layer (5), for 
example, of silicon oxide, which eliminates 
the problems caused by the presence of 
hydrocarbons. The inventive method can be 
used to produce three-dimensional structures 
(10) without glue. 

(57) Abrege : Un precede d'adhesion 
moleculaire directe d'un composant 
electronique (6) sur un polymere (4) est decrit. 
Le polymere (4) est recouvert d'une couche de 
liaison (5), par exemple en oxyde de silicium, 
qui permet de s'afTranchir des problemes 
occasionnes par la presence d'hydrocarbures. 
Le precede permet la fabrication de structures 
tridimensionnelles (10) exempte de colle. 
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